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１．概要（Summary） 
光通信用ハイブリッド回路基板は、配線機能に加えて、

空間中の光伝搬に整合する適切な位置に素子配置する

ことを可能にするものである。壁面を利用した金属配線パ

ターンが求められる。設備投資が少ない、平面リソグラフィ

用の通常設備が利用できると魅力的である。本研究では、

シート状のレジスト膜を貼り付ける方法を検討した。 
２．実験（Experimental） 
 
【利用した主な装置】 

抵抗加熱蒸着装置、洗浄ドラフト一式、シリコン専用の

各種熱処理（酸化、拡散）装置一式、マスクレス露光装置、

Deep Reactive Ion Etching 装置（Bosch プロセス）、レ

ジスト処理装置（アッシング）、電界放出形走査電子顕微

鏡（FE-SEM）、エリプソメーター、表面形状測定器（段差

計）、デジタルマイクロスコープ群 
 

【実験方法】 
昨年度（F-16-TT-0020）までは、溝付き立体基板を部

分ダイシングで製作した。上部コーナには 45°面取りを

付けた。今年度は、Si 垂直エッチングで溝を製作した。上

下の角は、ほぼ垂直となる。更に、配線用の金属蒸着と、

その金属エッチングを試みた。以下は、プロセスの流れで

ある。① 溝付き基板を製作した。幅 330 µm、深さ 200 
µm の溝 16 本を形成した。② Cr（約 10 nm）と Cu（約
400 nm）の金属を蒸着した。③ PVA/PET シート（アイセ

ロ社, SO シート）上にレジストをスピンコートした。④ シー

ト状のレジスト膜を基板に圧着した。⑤ マスクアライナを

用いて、溝付き立体構造にアライメントしてパターン転写

した。マスクとアライナは、平面リソグラフィ用のものを使用

した。パターン形状は、基板片側から伸びた片持ち梁とし

た。⑥ 現像が進むと、片側が自由端の片持ち梁となる。

⑦ リンス液を水に置換し乾燥する。水の表面張力により、

片持ち梁状のレジストが折り曲げられ、壁面に貼り付く。⑧ 
エッチング液に浸けて下地金属にパターン転写した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 (a)は上面-壁面-上面をつなげる 3 列の微細パタ

ーンである。壁面に貼り付いている。Fig. 1 (b)は上部角

部の拡大である。90°の急峻な折れ曲がりは得難く、数

µm 程度の隙間ができ易かった。Fig. 1 (c)は金属のウェッ

トエッチングを行った例である（全面に若干 Cu が残った）。

レジストパターン状に金属膜が加工されている。レジスト膜

が基板から浮いた領域は、メタル膜がエッチングされてい

る。 
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Fig. 1: (a) Resist pattern running on the vertical 
sidewall. (b) Magnified corner image. (c) Optical 
micrograph of the wafer after the metal etching. 
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